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Abstract 



The assembly comprises waveguide cores (3) contained in a core layer (2) sandwiched between a 
substrate layer (1 ) and a cover layer (4). all transparent; These layers are located between two ; 
thermomechanical adaptation layers (5; 6) covered by eled^^^ 
comprises a number of electrically c<)nductive tracks (9-12) a^ 
and/or eledro-optical compbnents. An Independent clairii is als^^^ 
producing the described optoelectronic printed circuit board. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Leiterplatte und Verfahren zur Herstellung 

@ Optoelektronische, mehrschichtige Leiterplatte mitwe- 
nigstens einer auUeren Bestuckungsschicht (7), die an der 
AuRenseite des Schichtaufbaus eine eiektrische Leiter- 
bahn (9) aufweist, und nnit optischen Signalubertragungs- 
wegen, welche als integrierte Multimode-Wellenleiter in 
einem System mit zusatzlichen, optisch transparenten 
Schichten (1, 2, 4) strukturiert sind. 
Aufgabe ist es, eine kostengunstige Realisierung 
■ von optischen Muttimode-Verbindungsleitungen mit 
passlven Strukturen, *• 

' von Ankoppelstetlen fur optische Fasern und fur opto- 

elektronische Komponenten zum Senden und Empfan- 

gen optischer Signale und 
von konventionellen elektrischen Signalverbindungen 

auf einem gemeinsamen Tragerzu erlauben. 

Dies wird dadurch erreicht. dass die transparenten 

Schichten (1, 2, 4} sich tm Inneren des Schichtenaufbaus 
■ befinden und zur Strukturierung dieser Schichten weitge- 
f hend konventionelle Verfahren eingesetzt werden. 
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Beschreibung 
Stand der Technik 

Die Erfindung geht von der Gattung aus, wie in den unab- 5 
hangigen Anspriichen angegeben. 

Fiir Gerale der Informations- und Koramunikationstech- 
nik besteht ein immer groBerer Bedarf an Signaliibertra- 
gungswegen, die mit geringer Storanfalligkeit und hohen 
Dalenraten eine zuverlassige, fehlersichere und gleichzeitig lO 
kostengiinstige Dateniibertragung zulassen. Diese Entwick- 
lung ist im Wesentlichen auf die dramatischc Zunahme der 
Leistungsfahigkeit modemer Mikroelektronik fiir Rechner- 
systeme und deren Peripherie zuriickzufuhren. Im Bereich 
mobiler Kommunikationssysteme - zum Beispiel fur Kraft- 15 
fahrzeuge - konmien wesentliche Forderungen wie Ge- 
wichtserspamis, Montage- und Servicefreundlichkeit hinzu. 
Diese Entwicklung wird durch die Einfuhrung vemetzter 
Systeme fur Information und Kommunikation versiarkt. 

Wahrend die optische Signalubertragung fur weitere 20 
Strecken eingeftihrt ist, wird ihr breiter Einsatz im Anwen- 
dungsbereich kleinerer, ggf. mobiler LANs (Local Area 
Networks) oder auch zur Signalubertragung auf der Bau- 
gruppenebene durch die zur Zeit noch aufzubringenden 
Mehrkosten optischer Obertragungstechnik verhindert. We- 25 
gen der relativ geringen zu iiberbriickenden Distanzen (ma- 
ximal etwa 500 m) bietet es sich aber an, auf optische Mul- 
timode-Wellenleitersysteme fiir den. Einsatz im kurzwelli- 
gen Spektralgebiet (ca. 630-850 nm) zuriickzugreifen, da 
hier aufgrund der reduzierten geometrischen Toleranzen und 30 
der weniger strengen Anforderungen an die Dampflingsar- 
mut der Materialien Kosten eingespart werden konnen. Es 
existieren kostengiinstige Kunststofffasem mit ausreichend 
kieiner Dampfiing und auch geeignete optoelektronische 
Sender- und Empfangerkomponenten sind bereits kommer- 35 
ziell erhaldich cder stehen kurz vor der Markteinfuhrung. 
Im Consumer-Electronics-Bereich werden zur Zeit ver- 
schiedene Bussysteme fiir eine breitbandige Signalubertra- 
gung standardisiert, wobei der Echtzeitt'ahigkeit zur hoch- 
quaUtativen Ubertragung audiovisueller Informationen be- 40 
sondere Bedeutung zukommt. Die optische Dateniibertra- 
gung iiber Multimode-Fasem spielt hier eine wichtige Rolle, 
deren Bedeutung kunftig weiter anwachsen wird. 

Sollen verschiedene elektronische Gerate oder auch Bau- 
gruppen innerhalb eines Gerates in einem zum Beispiel mit 45 
Kunststofffasem vemetzten System beuieben werden, so 
entsleht weiter Bedarf fiir eine kostengiinstige optische An- 
schlusstechnik. Passive optische Komponenten sind zum 
flexiblen Aufbau von Netzwerken unterschiedlicher Topolo- 
gien erforderlich. Die optische Su^lformung kann ausge- 50 
nutzt werden, um die von den optoelektronischen Kompo- 
nenten vorgegebenen Strahlquerschnitte an die' der Multi- 
mode-Fasem anzupassen, so dass Leistungsverluste mini- 
mal gehalten werden konnen. 

Da elektronische Gerate zumeist auf der Basis von Leiter- 55 
platten aufgebaut sind, ergibt sich hieraus die Notwendig- 
keit zur Reaiisierung optischer SignaliiberU^gungswege 
zwischen einzelnen Baugruppen einer Leiterplatte oder zwi- 
schen verschiedenen Leiterplatten, zur Reaiisierung passi- 
ver optischer Komponenten wie Leistungsteiler, -Combiner 60 
oder Siemkoppler sowie kostengiinstiger Verfahren zur An- 
kopplung optischer Fasem. Nachfolgend sollen Aufbau und 
Verfahren zur Herstellung hybrider elekuisch/optischer Lei- 
terplatten beschrieben werden, die eine kostengiinstige Rea- 
iisierung S5 

- von optischen Multimode-Verbindungsleilungen mil 
passive n Slrukiuren, 
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- von Ankoppelstellen fur optische Fasem und fiir op- 
lolelektronische Komponenten zum Senden und Emp- 
fangen optischer Signale und 

- von konventionellen elektrischen Signalverbindun- 
gen auf einem gemeinsamen Trager erlauben. 

In der modemen Leiterplattentechnik werden komplexe 
mehrlagige flexible oder slarre Schichtensysteme als Tr^er 
verwendet, die sich fiir die SMD-Bestiickung eignen. Dtirch 
die Auswahl unterschiedlicher Basismaterialien konnen 
elekuische Signalverbindungen mit definierter Impedanz 
und konurollierten Signallaijfzeiten realisiert werden. TVpi- 
sche, gut beherrschte Strukturabmessungen (Leiterbahn- 
breiten und -abstande) liegen bei etwa 40fmi. Als Leiter- 
plattensubsUratmaterial wird haufig Epoxidharz-Glasgewebe 
(z. B. FR-4) eingesetzt. 

Mehrlagenleiterplatten sind aus den untenchiedlichsten 
Materialkombinationen aufgebaut worden, rum Beispiel aus 
Teflon und FR-4 oder Teflon und PMMI. Auch der Einsatz 
zusatzlicher Schichten zur Kompensation unterschiedlicher 
Warmeausdehnungskoeffizienten ist grundsatzlich bekannt. 

Optische Wellenleiterstrukturen fiir Single-Mode und 
Multimode-Betrieb sind mit vielen unterschiedlichen Ver- 
fahren in verschiedenen Materialsystemen realisiert worden, 
darunter auch Kunststofiffolien. Unter den zahkeichen Her- 
steUungsverfahren sind replikative Methoden besonders ko- 
steneffizient, wenn die erforderlichen geometrischen Stiuk- 
turgenauigkeiten im Bereich einiger Mikrometer liegen, 
d. h., wenn Multimode-Surukturen zum Einsatz kommen 
sollen. 

Eine Moglichkeit zur Wellenleiterherstellung besteht 
darin, eine auf ein Substrat aufgebrachte Kemschicht iiber 
ein Prageverfahren so zu strukturieren, dass ein Muster aus 
Vertiefungen entsprechend der gewunschten Wellenleiteran- 
ordnung ensteht, und diese Vertiefungen anschlieBend.mit 
einem weiteren optisch U^nsparenten Material aufzufiillen. 
Dieses zweite Material muss einen gegeniiber dem Substrat- 
material hoheren Brechungsindex aufweisen, damit im Wel- 
lenleiter Licht gefiihrt werden kann. Eine zusatzliche Deck- 
schicht mit gegeniiber dem Wellenleiterkem niedrigerem 
Brechungsindex wird benotigt, damit die benachbarten, 
nichttransparenten Schichten im Leiterplattenaufbau die 
Lichtausbreitung im optischen Schichtensystem nicht sto- 
ren. Ein Beispiel ftir ein replikatives Verfahren zur Herstel- 
lung optischer Multimode-Wellenleiierstrukturen ist in der 
Europaischen Patentschrift EP 0480 618 Bl wiedergege- 
ben. Die Integration solcher Strukturen in Leiterplatten wird 
jedoch nicht erwahnt oder in Anspruchen abgedeckt. 

Eine weitere Moglichkeit zur Herstellung von Wellenlei- 
tem verwendet fotolithografische Verfahren. 'Oblicherweise 
wird zunachst dne transparente Substratschicht mit einem 
Film aus lichtempfindlichem Material beschichtet. In die- 
sem Material konnen durch Bestrahlung mit kurzwelligem 
Licht chemische Bindungen so verandert werden, dass ent- 
weder der belichtete oder der unbelichtete Anteil des Mate- 
rials gegeniiber einem Losungsmittel loslich wird und daher 
in einem weiteren Arbeitsschritt entfemt werden kann, Zum 
Beispiel ist es so moglich, nach der Belichtung das Material 
ausserhalb der vorgesehenen Wellenleiterkeme zu entfer- 
nen, wodurch die Wellenleiterkeme als Rippenstruktur auf 
der Substratschicht siehenbleiben. Diese Struktur wird 
schlieBlich um eine u-ansparente Deckschicht erganzt, um 
vWeder eine ebene Oberflache fur die anschlieSenden Lami- 
nierungsschritte zu erhalten. Damit eine optische Wellen- 
fiihrung moglich ist, muss der Brechungsindex der struktu- 
rierten Wellenleiterkeme groBer sein als die Indizes der an- 
grenzenden Schichten. 

Die optische Ankoppiung SNTD-inontierter optoelektroni- 
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schcr Komponenlcn iibcr rclkklicrendc Faceltcn an WcUcn- 
loiterstxuklurcn, die in zusalzlichcn polymcren Schichten 
auf dcr Obcrfliichc von Leiterplatten realisiert wurdcn, sind 
demons triert worden [Thornscn. J. E., H. Levesque, E. Sa- 
vov, F. Horwitz, B. L. Booth, J. E. Marchegiano, "Optical 
waveguide circuit board with a surface- mounted optical re- 
ceiver array", Optical Engineering, vol. 33, no. 3, 939 
(1994)]. 

Vorteile der Erfindung 

Der Anmeldungsgegenstand mit den Merkmalen des An- 
spruches 1 hat folgenden Vorteil: 

Die hier beschriebene Erfindung besteht in der Erweite- 
rung des Schichtensystems konventioneller Leiterplatten 
um ein innenliegendes System aus mindestens einer transpa- 
renten Schicht, in der beispielsweise mit Abformverfahren 
oder auf fotolithografischem Wege eine optische Wellenlei- 
terstruktur deftniert ist. Nach dem Laminieren des gesamten 
Schichtenstapels entsteht ein kompakter, herkommlichen 
Leiterplatten ahnlicher Aufbau mit zusatzlichen optischen 
Strukturen, die im Inneren liegen. 

Die Realisierung optischer Signal verbindungen in einer 
oder mehreren zusatzlichen transparenten Innenlagen einer 
Leiterplatte mit weitgehend konventionellen Techniken der 
Leiterplattenindustrie geht iiber den Stand der Technik hin- 
aus. Glciches gilt fur die optische Ankopplung optoelektro- 
nischer Komponenlen an solche Innenlagen uber strahlum- 
lenkende FaceUen. 

Die Ankopplung optoelektronischer Komponenten an in- 
nenliegende optische Multimode-Welienleiter kann durch 
refleklierende Mikroprismen vorgenonunen werden, die zu- 
sammen mil den anzukoppelnden Bauteilen bei der Bestuk- 
kung der Leiterplatte so plaziert werden, dass ihre reflektie- 
renden Oberflachen in dafiir vorgesehenen (zum Beispiel 
durch Bohrungen erzeugten) Offnungen liegen. 

Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den abhangigen An- 
spriichen angegeben, deren Merkmale auch, soweit sinnvoU, 
miteinander kombiniert werden konnen. 

Bevorzugt angewendet wird die Erfindung bei Mehrla- 
genleiterplatten, deren Schichtenaufbau ein System aus op- 
tisch u-ansparenten Materialien mit optischen Mullimode- 
Streifenwellenleitem enthalt. 

Zeichnung 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeich- 
nung dargestelll und im Folgenden naher erlautert. Schema- 
tisch und nicht maBstablich ist gezeigt in 

Fig. 1: eine Darstellung des Schichtenaufbaus einer hy- 
briden elektrisch/optischen Leiterplatte, 

Fig. 2: eine Darstellung der Ankopplung eines optoelek- 
tronischen Bauteils an einen Wellenleiler in einer optischen 
Leiterplattenebene. 

Fig. 3: die Ankopplung einer optischen Multimode-Faser 
an einen optischen Wellenleiter im Inneren einer elektro-op- 
tischen Leiterplatte. 

Im WesentUchen gleiche Telle in unterschiedlichen Figu- 
ren sind mit gleichen Bezugszeichen versehen, 

Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels 

Das schematische Schnittbild der Fig. 1 zeigt auf einer 
Subsu-atschicht 1 eine Kernschicht 2 mit zwei Wellenleiter- 
kemen 3, die von einer Deckschicht 4 abgedeckt sind. Diese 
drei Schichten 1. 2, 4 befinden sich zwischen zwei themio- 
incchanischcn Anpassschichtcn 5, 6, die ihrerseils zwischen 
/.wci elcklrischen Bestuckungsschichten 7, 8 angeordnet 



sind. Diese elekunschen Bestiickungsschichtcn tragen je- 
wcils beidseitig elektrische Leiterbahnen 9 bis 12. Die Au- 
Benseiten der elektrischcn Bestuckungsschichten 7, 8 mit 
den Leiterbahnen 9, 11 bilden jeweils Bestiickungsebenen 

5 fiir die Bestuckung mit elekuischen und/oder elekuroopti- 
schen Bauelementen. 

Nicht wesentlich fiir die Erfindung ist es, ob alle vier Sei- 
ten der Bestuckungsschichten mit Leiterbahnen versehen 
sind oder nur eine, zwei oder drei. 

10 Die Integration optischer Wellenleiterstrukturen bietet 
den Vorteil, breitbandige und (beziiglich Emission und Imis- 
sion elektromagnetischer Strahlung) storungsunempfindli- 
che Signalverbindungen zusammen mit konventionellen 
elektrischcn Interconnects auf einem gemeinsamen Trager 

15 zu realisieren. Durch die Verwendung weitgehend konven- 
tioneller Strukturierungstechniken konnen Kostenvorteile 
ausgenutzt werden. 

Der Vorteil einer Anordnung der optischen Lagen im In- 
neren der Leiterplatte besteht darin, dass die Bestuckungs- . 

20 ebenen weitgehend unbeeinfluBt bleiben und eine Weiter- 
verwendung bestehender elektrischer Schaltungslayouts er- 
moglicht wird. Weiter wird ein symmetrischer Schichten- 
aufbau der Leiterplatte erreicht, was hinsichtlich der ther- 
momechanischen Stabilitat und Zuverlassigkeit giinstige 

25 Auswirkungen hat. Zum Beispiel werden Durchbiegungen 
bei Temperaturveranderungen, die durch unterschiedliche 
Ausdehnungskoeffizienten bei asymmetrischem Schichten- 
aufbau auftreten wurden, vermieden, 
Zur Herstellung elektrisch/optischer Leiterplatten werden 

30 zunachsl optische Wellenleiterstrukturen in einer oder meh- 
reren Schichten aus optisch transparentem Material struktu- 
riert, wozu verschiedene Verfahren nach dem Stand der 
Technik eingesetzt werden konnen. 
Das so vorgefertigte System aus Substrat (ggf. auf zusatz- 

35 lichem Tragermaterial), Wellenleiterkemen und Deck- 
schicht wird anschlieBend mit den konventionellen Bestuk- 
kungsschichten und zusatzlichen Schichten zur thermome- 
chanischen Anpassung zu einem Schichtenstapel zusam- 
mengefiigt und laniiniert. Da der Laminierungsprozess bei 

40 etwa 160 bis 180°C ablauft, sind entsprechende Forderun- 
gen an die Warmefesiigkeit der verwendeten transparenten 
Materialien zu richten. 

Wesentlich fiir eine kostengiinstige Herstellung optischer 
Signaliibertragungswege in Leiterplatten ist der Einsatz 

45 konventioneller Strukturierungtechniken zur Erzeugung op- 
tischer Multimode-Welienleiter. Die StrukturgroBen dieser 
Wellenleiter (lineare Kernabmessungen etwa 40 pm und 
dariiber) passen gut zu den heute ub lichen Leiterbahn-Struk- 
turdimensionen. Die einsetzbaren Verfahren umfassen so- 

50 wohl fotolithografische Methoden, die zum Beispiel die La- 
serdirektbelichtung ausnutzen, als auch Prageverfahren, die 
im Bereich nichttransparenter Kunststoffe in der Leiterplat- 
tenindustrie bereits eingesetzt werden. 
Die Geometrie einer optischen Kopplungsstelle zwischen 

55 einer optoelektronischen Komponente, einer reflektierenden 
Facette und einem Wellenleiter ist in Fig. 2 schematisch dar- 
gestellt. 

Der Schichtenaufbau ist der gleiche wie in Fig. 1. Man 
kann sich Fig. 2 als Schnitt durch Fig. 1 entlang einem We- 

60 lenleiterkem 3 vorstellen. Von einer Seile der mehrschichli- 
gen Leiterplatte ist diese bis in die Kernschicht hinein von 
einem Mikroprisma 13 durchdrungen, das in einer Offnung 
(Bohrung) angeordnet ist, welche mil einem indexangepaB- 
ten Kleber 14 gefullt ist. Das Mikroprisma 13 weist an ei- 

65 nem Ende eine (beispielsweise durch Metallisierung) reflek- 
tierende, Facette 15 auf. die mit der Langsachse des Wellen- 
Iciterkems 3 und mil dcr Bohrungsachse einen Winkcl von 
45" einschlieBu Am aiulcren Hndc des Mikroprismas be fin- 
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dct sich die aklivc Fliiche 16 eines optoeleklronischen Bau- 
elc monies 17, also eines optoelektronischen Wandlers, sei es 
cine Strahlungsquelle oder ein Strahiungsdetektor wie Laser 
bcziehungsweise Fotodetektor. Das optoelekLronische Bau- 
eleraent 17 isl elektrisch mit Leiterbahnen 9 auf der AuBen- 5 " 
seite der elektrischen Bestuckungsschicht 7 kontaktiert. 
. Zur Ankopplung solcher optoelektronischer Komponen- 
ten 17 (Sender und Empfanger), die in einem spateren Be- 
stuckungsschriit monderl werden, konnen also an den dafur 
vorgesehenen Stellen Offhungen durch den Schichtenauf- 10 
bau der Leilerplatte vorgesehen sein. DLese OfFnungen mils- 
sen den Wellcnleiterkem voUstandig erfassen, um cine 
Kopplung mit moglichst gutem Wiricungsgrad zu ermogli- 
chen. In diese Offhungen werden vorgefertigle Nfikropris- 
men so eingeklebt, dass eine Lichtumlenkung aus der Wei- 15 
lenleiterebene um etwa 90° in die Richiung der Offnungs- 
achse erfolgt. Vorzugsweise werden dazu um etwa 45** zur 
Wellenleiterachse geneigte, metallisierte Facettenflachen 
verwendet. Nach dem Einsetzen des Mikroprismas wird der 
verbleibende Hohlraum der OfFnung, insbesondere eines ge- 20 
bohrten Loches zweckmaBigerweise mil einem transparen- 
ten Klebstoff aufgefiillt. Dieser Klebstoff kann in seinem 
Brechungsindex so gewahlt werden, dass optische Reflexio- 
nen zwischen Wellenleiterkem und Prismenkorper mini- 
mierl werden. Der EinfluB der Bohrungsmantelflacbic hin- 25 
sichllich ihrer Form und ihrer Rauigkeiten auf den optischen 
Koppelwirkungsgrad werden auf diese Weise minimiert. 
Femer werden luftgefullie Hohlraume vermieden, die bei 
spateren Verarbeitungsschritten wie etwa Lotvorgangen zu 
Schwierigkeiten fuhren wurden. 30 

Mikroprismen konnen auch zunachst an den zugehorigen 
optoelektronischen Komponenten befestigt werden (etwa 
durch Verkleben), wonach die Kpmponente einschlieBlich 
des Mikroprismas auf der Leilerplatte monliert und kontak- 
tiert wird. Das AufFuUen des verbleibenden Hohlraumes mit 35 
optisch transparenlem Kleber kann je nach den fertigungs- 
technischen Erfordernissen sowohl vor als auch nach der 
Plazierung der Mikroprismen erfolgen. 

In Fig. 3 ist schemalisch die Ankopplung einer optischen 
Mullimode-Faser an einen optischen Wellenleiler im Inne- 40 
ren einer elektro-optischen Leilerplatte gezeigt. An der 
Stelle des optoeleklronischen Bauelementes (vgl. Fig- 2) be- 
findet sich eine Faseraufnahme 19, die eine optische Faser 
20 mechanisch fixiert und relaliv zu einer Linse 18 positio- 
niert ist Die Linse 18 wird vorzugsweise dadurch realisiert, 45 
dass das Mikroprismen-Bauteil auf seiner auBen liegenden 
Oberseite beispielsweise kalottenformig geforml wird. Die 
Linse wird daher vorzugsweise als Beslandleil des Mikro- 
prismas in einem Arbeitsgang (beispielsweise im Spritz- 
gussverfahren) gefertigl. Die optische Funktion der Liqse 50 
besleht darin, ein einlaufendes divergentes Lichtbiindel in 
ein auslaufendes konvergenles Lichtbiindel zu tansformie- 
ren, um einen moglichst guten Koppelwirkungsgrad zwi- 
schen integriertem Wellenleiler und optischer Faser zu er- 
hallen. Dies gill sowohl fur die Lichteinkopplung aus der 55 
Faser in den inlegrierten Wellenleiler als auch fiir die umge- 
kehrte Richiung. Die Faseraufnahme 19 wird beispielsweise 
durch Kleben auf der Besluckungsseile der Leilerplatte be- 
festigt. 

Altemativ ist es vor^iellbar. die Faser an ihrem Ende mit 60 
einer reflektierenden Facette (45°-Schragschliff und Metal- 
lisierung) zu versehen und direki in die Otfnung einzukle- 
ben, um damil das separate Mikroprisma einzusparen, Ge- 
gen dieses Vorgehen sprichl aber die verhaltnismaBig auf- 
wendige Faserpraparation. die problem alische Justage zwi- 65 
schen Faser und inlegrienein Wellenleiler sowie die 
Schwierigkeiten, eine solchc Kopplung iin Bedarfsfall wie- 
der zu losen. 



Patenlanspriiche 

1. Oploelektronische, ein mchrschichtiges Schichtpa- 
kel bildende Leilerplatte mil wcnigstens einer auBeren 
Bestuckungsschicht (7), die an der AuBenseile des 
Schichlpakeles wenigsiens eine elektrische Leiterbahn 
(9) aufweist, und mit wenigsiens einem optischen Si- 
gnaliibertragungsweg, welcher als integrierler Multi- 
mode- Wellenleiler in einem Schichlsystem aus zusalz- 
lichen, optisch uransparenten Schichten (1, 2, 4) slxuk.- 
turiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass dieses 
SchichiAystem iich im Inneren des Schichtenpaketes 
befindet 

2. Leilerplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zwei das Uransparente Schichtsystem (1, 

2. 4) beidseitig flankierende auBere Bestuckungs- 
schichlen (7, 8) mil Leiterbahnen (9 bis 12) vorgesehen 
sind. 

3. Leilerplatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass zwischen dem iransparenten 
Schichtsystem (1, 2, 4) und der auBeren Bestuckungs- 
schicht (7. 8) eine weitere Schichl (5, 6) zur thermome- 
chanischen Anpassung vorgesehen ist. 

4. Leilerplatte nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass zur optischen An- 
kopplung eines optoelektronischen Bauelementes (17) 
Oder einer optischen Faser an den innen liegenden opti- 
schen Multimode- Wellenleiler ein Mikroprisma (13) in 
einer Offnung der Leilerplatte vorgesehen ist, wobei 
sich eine refleklierende Facette (15) des Mikroprismas 
in der Ebene des optischen Wellenleiterkems (3) befin- 
det und das Mikroprisma (13) mit brechungsindexan- 
gepasslem Kleber (14) derart befestigt ist, dass eine 
Umlenkung eines Lichtbiindels aus der Wellenleiter- 
achse in die OfiFnungsachse oder umgekehrt erfolgt. 

5. Leilerplatte nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Kleber (14) den Spall zwischen dem 
Mikroprisma (13) und der Mantelflache der Offnung 
im Bereich des Wellenleiterkems (3) auffuUt. 

6. Verfahren zur Herstellung einer optoelektronischen, 
ein mehrschichtiges Schichtpaket bildenden Leiler- 
platte mil wenigsiens einer auBeren Bestuckungs- 
schicht (7), die an der AuBenseile des Schichlpakeles 
wenigsiens eine elektrische Leiterbahn (9) aufweist, 
und mil einem optischen Signaluberu^gungsweg, wel- 
cher als integrierler Multimode; Wellenleiler in einem 
Schichtsystem aus zusatzlichen, optisch Iransparenten 
Schichten (1, 2, 4) strukturiert ist, wobei sich diese 
Schichten im Inneren des Schichlpakeles befinden und 
wobei zur optischen Ankopplung eines optoelektroni- 
schen Bauelementes (17) oder einer optischen Faser 
(20) an den innen liegenden optischen Multimode- Wel- 
lenleiler ein Mikroprisma (13) in einer Offnung der 
Leilerplatte vorgesehen isl, wobei sich eine refleklie- 
rende Facette (15) des Mikroprismas in der Ebene des 
optischen Wellenleiterkems (3) befindet und das Mi- 
kroprisma (13) mit brechungsindexangepasstem Kle- 
ber (14) derart befestigt isl, dass eine Umlenkung eines 
Lichtbiindels aus der WeEenleiierachse in die Off- 
nungsachse oder umgekehrt erfolgt, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zunachst das Mikroprisma (13) in der 
Offnung befestigt wird und anschlieBend das optoelek- 
tronische Bauelement (17) relativ zum Mikroprisma 
(13) justiert und monliert wird. 

7. Verfahren zur Herstellung einer optoeleklronischen, 
ein mehrschichtiges Schichtpaket bildenden Leiler- 
platte mit wenigsiens einer auBeren Bestuckungs- 
schicht (7). die an der AuRenscite des Schichlpakeles 
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wenigslens eine elektrische Leitcrbahn (9) aufweist, 
und mit einein optischen Signalubertragungsweg, wel- 
cher als integrierter Mullimode-Wellenleiler in einein 
Schichtsystem aus zusatzlichen, optisch transparenten 
Schichien (1, 2, 4) strukturiert ist, wobei sich diese 5 
Schichien im Inneren des Schichtpakeles befinden und 
wobei zur optischen Ankopplung eines optoelektroni- 
schen Bauelementes (17) oder einer optischen Faser 
(20) an den innen liegenden optischen Multimode-Wel- 
lenleiter ein Mikroprisma (13) in einer Offnung der lo 
Leiterplatte voi:;gesehen ist, wobei sich eine reflektie- 
rende Facette (15) des Mikroprismas in der Ebene des 
optischen Weilenleiterkems (3) befindet und das Mi- 
kroprisma (13) mit brechungsindexangepasstem Kle- 
ber (14) derartbefestigt ist, dass eine Umlenkung eines 15 
LichtbOndels aus der Wellenleiterachse in die Ofif- 
nungsachse oder umgekehrt erfolgt, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zunachst das Mikroprisma (13) an dem 
optoelektronischen Bauelement (17) befestigt und an- 
schlieBend beide in der Offnung justiert und befestigt 20 
werden. 

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



- Leerseite - 




902 069/273 



2EICHNUNGENSEITE2 



Nur ' r: 
Int. . 

Offeniegungstag: 



DE19838 519 A1 
H05K 1/00 

2. Marz 2000 




902 059/273 



